
POWER-UTILITIES

INTERSCALE MOUNTING BRACKET FOR 70 MM FHC

 

The mounting bracket enables a user to assemble an Intel or
AMD processor.

CERTIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-i processors and AMD processors with the following sockets: Intel:
LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Utilizes keep out zones to not interfere with other board components

Designed to assemble the 70 mm Flexible Heat Conductor to thhe CPU

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de
catálogo

Package
Quantity Product Type Product Family Works With Tipo

24830-002 1 Bracket Interscale Cases CPU Adpater

24830-003 1 Bracket Interscale Cases CPU Adpater

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación
del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al
cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

https://hoffman-latam.com/es-cr/power-utilities/products/enc24830-002
https://hoffman-latam.com/es-cr/power-utilities/products/enc24830-003


corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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